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2011 苏州电路板研讨会
前瞻中国 立足PCB产业新世代
【主办单位】台湾电路板协会(TPCA)
【协办单位】覆铜板行业协会(CCLA)、全国印制电路专委会 (CEPC)、国际电子工业联接协会 (IPC)、
江苏省SMT专委会 (JS-SMT)、深圳市线路板行业协会 (SPCA)
【赞助单位】上海尖点精密工具有限公司、杜邦中国集团有限公司、苏州天承化工有限公司、苏州创峰光电科技有限公司、陶氏电子材料、深圳松维电子股份有限公司、超特(无锡)化学科技有限公司
【时    间】2011.5.11(三)-13(五)                       【地    点】苏州国际博览中心
【议    程】部分议程确认中，主办单位保留变更之权利 【演讲语言】中文
A1、【开幕演讲】5月11日 (三)                                                            【免费】Room 103
	时间
	主题
	讲师

	10:30-11:40
	十二五计划与PCB产业发展
	陈明星【全创科技─董事长】


A2、【趋势论坛】5月11日 (三)                                                        【会员免费】Room 103
	时间
	主题
	讲师

	13:30-14:20
	十二五规划介绍与两岸税制变迁的投资规划新思维 
	段士良【资诚会计─协理】

	14:20-15:10
	电子产业西进趋势与优劣势分析 
	高小强【拓墣产研─资深经理】 

	15:10-15:20
	Coffee Break

	15:20-16:10
	从新兴应用趋势看PCB未来市场展望 
	江柏风【工研院IEK─资深分析师】 

	16:10-16:30
	座谈问答时间


A3、【技术交流会I】5月11日 (三)                                                                 Room 104
	时间
	主题
	讲师

	13:30-14:20
	新颖的沉镍化金技术在PCB上之应用
	唐洁豪【陶氏电子材料─资深研究员】

	14:20-15:10
	奈米镀层在镀金面的应用
	颜立盛【联致科技─副总经理】

	15:10-16:00
	探讨严峻环境下印制电路板的长期可靠性
	Jo Wynschenk / 梅志宏【确信电子-乐思化学─
经理 / 产品经理】


B1、【先进技术】5月12日 (四)                                                                    Room 103
	时间
	主题
	讲师

	09:30-10:20
	散热基板技术发展与趋势
	沙益安【聚鼎科技─经理】 

	10:20-11:10
	集成电路封装载板技术发展 
	龚永林【美维科技─经理】

	11:10-12:00
	铜箔基板板材如何因应无卤无铅及高速传输的趋势
	陈泓均【南亚塑胶工业─高级专员】


B2、【大师讲座I】5月12日 (四) 【全程参者将颁予授课证明】                                    Room 105+106
	时间
	主题
	讲师

	13:30-16:30
	板材变迁与爆板改善
	白蓉生【台湾电路板协会─资深技术顾问】


B3、【技术交流会II】5月12日 (四)                                                                Room 103
	时间
	主题
	讲师

	13:30-14:20
	提高不锈钢半蚀刻的均匀性
	朱旭蓓【怡得实业─表面处理工程师】

	14:20-15:10
	可循环再用铜面微蚀与粗化技术
	刘江波【苏州天承化工─产品经理】

	15:10-16:00
	高导热LED COB之铝基板加工关键技术
	邓伟良【景旺电子─助理工程师】


C1、【绿色生产】5月13日 (五)                                                                    Room 103
	时间
	主题
	讲师

	09:30-10:20
	产品生命周期之碳足迹核算与碳标签发展
	张承龙【上海第二工业大学─副教授】

	10:20-11:10
	节能应用及绿能发展
	王治平【台达电子─中国区品质长暨技术副总】

	11:10-12:00
	PCB 工厂清洁生产实务经验分享
	赖明生【高德无锡─经理】


C2、【大师讲座II】5月13日 (五)【全程参者将颁予授课证明】                                    Room 105+106
	时间
	主题
	讲师

	13:30-16:30
	高阶手机板任意层填铜之脱垫与改善
	白蓉生【台湾电路板协会─资深技术顾问】


2011 苏州电路板研讨会
~报名办法~
一、优惠办法说明：(会员定义：TPCA / CCLA / CEPC / IPC / JS-SMT/ SPCA之会员)
	日期
	No
	时段
	场次
	5.4前报名
享优惠价
	TPCA海外赞助会员免费名额
	会员价
	非会员价

	5.11
(三)
	A1
	上午
	开幕演讲
	FREE

	
	A2
	下午
	趋势论坛
	优惠价
	FREE (中阶主管以上)
	300

	
	
	
	
	原价
	FREE (中阶主管以上)
	400

	
	A3
	下午
	技术交流会
(I)
	优惠价
	2人
	200
	300

	
	
	
	
	原价
	
	300
	400

	5.12
(四)
	B1
	上午
	先进技术
	优惠价
	2人
	200
	300

	
	
	
	
	原价
	
	300
	400

	
	B2
	下午
	大师讲座
(I)
	优惠价
	2人
	300
	400

	
	
	
	
	原价
	
	400
	500

	
	B3
	下午
	技术交流会
     (II)
	优惠价
	2人
	200
	300

	
	
	
	
	原价
	
	300
	400

	5.13
(五)
	C1
	上午
	绿色生产
	优惠价
	2人
	200
	300

	
	
	
	
	原价
	
	300
	400

	
	C2
	下午
	大师讲座
(II)
	优惠价
	2人
	300
	400

	
	
	
	
	原价
	
	400
	500


                                                          ※以上费用均含讲义，不含午餐
二、优惠办法说明 (主办单位保留变更之权利)：
	1
	【超值VIP专案】
【会  员】RMB 1,000元/位
【非会员】RMB 1,500元/位
	1.自由进出三天研讨会所有场次
2.获得三天研讨会所有讲义资料
3.赠送三张午餐券

	2
	单一公司：4人以上团体报名同一场次者 (付费场次)，即享该场次总费用5折优惠

	3
	单一公司：10以上团体报名者，更享优惠，请email或来电TPCA窗口

	4
	参展商另有优惠，请email或来电TPCA窗口

	5
	现场缴费：一请按现场报名费率缴费，仍享团体优惠价，恕无法适用预先报名优惠价

	6
	预先报名优惠截止日：5月4日以前预先报名并缴费完成者，可享预先报名优惠价


三、预先付款方式：
	大陆窗口  <人民币汇款>
	台湾窗口  <新台币汇款>

	联络人：丁淑娴 (Apple)
Tel：+86-512-68074151  #703
Fax：+86-512-68074152

Email：apple@pcbshop.org 
帐户：台翔科技咨询（苏州）有限公司
银行：交通银行苏州分行园区支行
帐号：3256 0500 0018 0100 65236
	联络人：毛人杰 (Sam)
Tel：+886-3-3815659  #402
Fax：+886-3-3815150
Email：sam@tpca.org.tw 
帐户：台湾电路板协会
银行：土地银行(北桃园分行)
帐号：131-001-00069-9 

(人民币与台币比率4.6：1)
※欲用信用卡者：请来信索取信用卡签帐单
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2011 苏州电路板研讨会
~报名表~
公司全名(发票抬头)：                                            联络人：           __  ______
公司地址(发票寄送地址)：                                                                   ___
联系电话：_______________分机_____   传真：_______________ Email：____________________________
会员/非会员：□ TPCA □CCLA □CEPC □IPC □JS-SMT □SPCA □非会员
※报名资料：<<单一公司报名满四人以上同一场次者 (付费场次)，享有总费用五折优惠，请多多利用！>>
	姓   名
	资本资料
	费用
小计

	1.
	部门：         职称：         Email：
	

	场次:
	□超值 VIP
	5/11：□A1 □A2 □A3
	5/12：□B1 □B2 □B3
	5/13：□C1 □C2
	

	2.
	部门：         职称：         Email：
	

	场次
	□超值 VIP
	5/11：□A1 □A2 □A3
	5/12：□B1 □B2 □B3
	5/13：□C1 □C2
	

	3.
	部门：         职称：         Email：
	

	场次
	□超值 VIP
	5/11：□A1 □A2 □A3
	5/12：□B1 □B2 □B3
	5/13：□C1 □C2
	

	4.
	部门：         职称：         Email：
	

	场次
	□超值 VIP
	5/11：□A1 □A2 □A3
	5/12：□B1 □B2 □B3
	5/13：□C1 □C2
	

	5.
	部门：         职称：         Email：
	

	场次
	□超值 VIP
	5/11：□A1 □A2 □A3
	5/12：□B1 □B2 □B3
	5/13：□C1 □C2
	

	费用总计：                                      □RMB  □NTD


(欢迎团体报名，若表格栏位不足请自行复制使用)
※付款方式：（请勾选下列一项付款方式）<若选择新台币付款：人民币与台币比率4.6：1>
	□大陆付款  <人民币汇款>
	□台湾付款  <新台币汇款>

	联络人：丁淑娴 (Apple)
Tel：+86-512-68074151  #703
Fax：+86-512-68074152

Email：apple@pcbshop.org 
帐户：台翔科技咨询（苏州）有限公司
银行：交通银行苏州分行园区支行
帐号：3256 0500 0018 0100 65236
	联络人：毛人杰 (Sam)
Tel：+886-3-3815659  #402
Fax：+886-3-3815150
Email：sam@tpca.org.tw 
帐户：台湾电路板协会
银行：土地银行(北桃园分行)
帐号：131-001-00069-9 

(人民币与台币比率4.6：1)
※欲用信用卡者：请来信索取信用卡签帐单








【更多訊息，請上官方網站www.circuitex.com】


